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Pouzdra integrovanych obvodu
(Integrated Circuit)
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Pouzdra IO

* DIL/DIP (Dual In-Line Package) z
plastu nebo keramického materialu s
vyvody na delSich stranach. Vyvody
prochazeji skrz diry na ploSném
spoji. U firmy Ti u tohoto typu
pouzdra pismeno na konci oznaceni
obvodu znadi typ pouzdra (pocet
nozicek - PINU).

DIP (DIL)

Zdroj: Jan Rehak: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002
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Zdroj: http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf




Pouzdra IO

e PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier). Vyhodou
je ze lze obvod v PLCC pouzdru umistit do
patice i na desku klasické montaze. Vyrabi se |
patice pro povrchovou montaz.

PLCC

Zdroj: Jan Rehak: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002




* Pouzdro pro povrchovou
montaz TSOP (Thin Small
Outline Package)
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Zdroj: Jan Rehak: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Zdroj: http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf




Pouzdra IO

 QFP (Quad Flat Pack), pouzdro pro
povrchovou montaz

QFP

Zdroj: Jan Rehdk: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002




Pouzdra IO

Pouzdro pro povrchovou montaz SOIC
(Small Outline IC), ruzna je délka pinu,
vyska pouzdra, roztecCe atd.. Pouzdro je
celkem standardni, podstatny je vyrobce
a hlavneé kod pouzdra

SSOP (Shrunk Small Outline Package)

TSSOP (Thin Shrunk Small Outline
Package)

SOIC

Zdroj: Jan Rehak: http://www.hw.cz/docs/smt/smd_pouzdra.html, 2002

Zdroj: http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf

14

16

18

20

24

28

DCT

DB

DB




